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Der Intel 1851 CPU Contact Frame V1 ersefzt den Stock-ILM des
Mainboards und ermdéglicht einen gleichmdaBigen Anpressdruck der CPU
im Sockel. Die Innenkontur des Frames wurde an die Prozessoren fir den
Sockel 1851 angepasst. Die Montage des Kontaktrahmens erfolgt beim
Verschrauben ohne ein sperzifisches Drehmoment und ist somit sehr
anwenderfreundlich.

Der Intel 1851 CPU Contact Frame V1 schont die CPU, wenn diese haufig
montiert wird, und ermdglicht beim Exifreme Overclocking nicht nur
bessere Temperaturen, sondern auch eine stabile Takfrate des
Arbeitsspeichers.

Warum sollte man einen Contact Frame benutzen?

Der standardmdBige Infegrated Loading Mechanism (ILM) verfugt Gber
Kontaktpunkte, die in der Mitte der Idnglichen CPU liegen. Durch den
dadurch entstehenden ungleichmaBigen Anpressdruck des Prozessors im
Sockel wolbt sich die Oberfléche des Integrated Heatspreaders (IHS)
konkav. Dadurch liegt die Bodenplatte des CPU-KUhlers in erster Linie an
den Kanten des IHS auf, sodass der thermale ,,Hotspot* der CPU nicht
optimal abgedeckt ist.

Der Intel 1851 CPU Contact Frame V1 verfUgt Uber eine spezielle Innen-
kontur, um bei der Montage den Anpressdruck von der Mitte der CPU auf
die Kanten zu verlegen. Dadurch wird die konkave Woélbung des IHS
vermieden. Dies fUhrt dazu, dass CPU-KUhler besser auf dem Prozessor
aufliegen und eine gréBere Kontaktfldche entsteht, um die Abwdrme der
CPU abzufGhren. Durch den verschobenen thermischen Mittelpunkt der
Arrow Lake-Prozessoren in das obere Drittel des Prozessors ist eine
moglichst ebene Auflagefldche besonders wichtig.

Die Montage des Contact Frames ist sehr einfach und erfolgt in nur
wenigen Schritten. Je nach verwendetem CPU-KUhler und abhdngig von
der verwendeten CPU kdnnen sich die Temperaturen des Prozessors
spuUrbar verringern.

Technische Daten

Einheit: Wert/Beschreibung:
Material: Aluminium, eloxiert
Farbe: Schwarz

Typische Anwendung: CPU-Montagehilfe
Lange: 71 mm

Breite: 51T mm

Héhe: 6 mm
VerpackungsgroBe: 21x15x3 cm

*Brutto Gewicht: 659

*Netto Gewicht: 21 g

Artikelnummer: TG-CF-i1851-V1
EAN-Code: 4260711991103

VPE: 14 Stk.

*Das Nettogewicht ist das Gesamtgewicht eines Artikels abzUglich des Gewichts der Verpackung
und des Zubehdrs. Das Bruttogewicht bezieht sich auf das Gesamtgewicht des Produktes
inklusive Zubehdr und Verpackung. Geringe Gewichtsabweichungen sind produktionsbedingt
maoglich.
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Kurzinformationen

B Niedrigere CPU-Temperaturen
B Finfache Montage

B Hohe Kompatibilit&t

B FEloxiertes Aluminium

Lieferumfang

1x CPU Contact Frame

4x Zylinderkopfschrauben UNC-Gewinde
1x WinkelschlUssel Innensechskant

1x WinkelschlUssel Torx

EEI[170,079mm)|

mit Intel 1851 CPU Contact Frame V1




Kompadtibilitatshinweise

Wdahrend eines XOC-Events in Taipeh, Taiwan, das Ende September 2024
als Pre-Launch-Event von ASUS ausgerichtet wurde, kam der Intel 1851
CPU Contact Frame V1 bereits testweise zum Einsatz. Das renommierte
Team von Overclocked Gaming Systems (OGS) aus Griechenland konnte
mit dem Intel 1851 CPU Contact Frame V1 konsistent 33-50 MHz mehr an
Takfrate im Einsatz mit flissigem Stickstoff (LN2) erzielen.

,The Thermal Grizzly 1851 Contact Frame helped us to gain 33-50 MHz
every time we switched from Intel Stock ILM to the Contact Frame.*
Team OGS

Im alltdglichen Gebrauch kénnen auf einem Mainboard mit dem
herkdmmlichen Integrated Loading Mechanism (ILM) Temperaturverbes-
serungen von 0 bis 6 Grad Celsius erzielt werden, wenn der ILM durch
einen Intel 1851 CPU Contact Frame V1 ausgetauscht wird. Wenn der
Reduced Load ILM (RL-ILM), der bei einigen Sockel-1851-Mainboards
verwendet wird, ersetzt wird, kbnnen mit dem Intel 1851 CPU Contact
Frame V1 noch bis zu 3 °C niedrigere Temperaturen ermdglicht werden.

Kompatibilitatshinweise

Der Intel 1851 CPU Contact Frame V1 ist mit Prozessoren der Intel Core
Ultra 200-Serie fUr den Sockel LGA1851 kompatibel. Zusatzlich ist der
Frame nur mit CPUs kompatibel, deren Integrated Heatspreader (IHS) um
nicht mehr als 0,2 Milimeter abgeschliffen wurde. Bei der Montage ist
darauf zu achten, dass sich keine elektronischen Bauteile unter dem
Frame befinden. Dies ist besonders bei Mainboards mit dem
Mini-ITX-Formfaktor zu beachten.
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Markeninformation

Thermal Grizzly ist eine eingetragene Marke.

Zur Beachtung

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt
basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und
Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und
Anwender wegen der FUlle moglicher Einflisse bei
der Anwendung nicht von eigenen Profungen und
Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fUr
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren
Angaben nicht abgeleitet werden.

Anderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des
fechnischen Fortschritts oder durch betrieblich
bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor.
Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der
Verpflichtung, das Problem der evil. Verletzung von
Schutzrechten Dritter selbst zu Gberprifen und ggf.
auszurdumen. Je nach Einzelfall empfehlen wir
RUcksprache mit uns. Druckfehler sind vorbehalten.
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